Dell Storage Center
System pamieci masowej SC9000

Instrukcja uruchomienia

Model regulacji: E31S
Typ regulacji: E31S001



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

ﬁ UWAGA: Napis UWAGA wskazuje wazng informacje, ktéra pozwala lepiej wykorzysta¢ posiadany komputer.

A OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu lub
utraty danych, i przedstawia sposoby uniknigcia problemu.

A PRZESTROGA: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu,
obrazen ciata lub $mierci.

Copyright © 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Ten produkt jest chroniony prawem Stanéw Zjednoczonych i migdzynarodowym oraz
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pozostate marki i nazwy handlowe wymienione w niniejszym dokumencie moga by¢ znakami towarowymi ich odpowiednich wiascicieli.
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Konfiguracja System pamieci masowej

Nalezy rozwazyé¢ nastepujace najlepsze praktyki przed konfiguracjg System pamigci masowej SC9000.

+  Dell zaleca, aby uzywa¢ sieci SAN dedykowanej do transmisji danych podczas korzystania z System pamieci masowej Fibre
Channel lub iSCSI.

«  Zawsze nalezy konfigurowa¢ nadmiarowe $ciezki danych, aby zapewni¢ alternatywne $ciezki do i z serwera gtéwnego w razie
awarii jednej z gtéwnych $ciezek danych.

+  Przed podigczeniem kabli migdzy System pamigci masowej i serwerem gtéwnym lub obudowa rozszerzenia, fizycznie oznacz
poszczegdlne porty i zigcza.

«  Zawsze nalezy przestrzega¢ odpowiednich procedur wigczania i wytgczania zasilania w catej sieci. Upewnij si¢, ze
najwazniejsze elementy sieci sg w oddzielnych obwodach zasilania.

UWAGA: Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w miejscach o ograniczonym dostepie, takich jak pomieszczenia lub
szafki dedykowane na urzadzenia.

‘& PRZESTROGA: W przypadku instalacji w zamknigtym stelazu lub stelazu zawierajagcym wiele urzadzen robocza
temperatura moze by¢ wyzsza niz temperatura pomieszczenia. Dlatego przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy maksymalna temperatura pracy urzadzenia (Tma), podana w specyfikacji producenta, pozwala na
zamontowanie w takim miejscu.

Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa
Ponizsze informacje dotyczg wytgcznie Systemy pamigci masowej Fibre Channel.

Promieniowanie laserowe dla Systemy pamieci masowejFibre Channel

OSTRZEZENIE: Promieniowanie laserowe klasy | po otwarciu, unikaj bezposredniego kontaktu
z wigzkq promieni laserowych.

A PRZESTROGA: Promieniowanie laserowe, unika¢ bezposredniej ekspozycji na wiazke.

Urzadzenie jest certyfikowane w Stanach Zjednoczonych, aby spetnia¢ wymagania w zakresie DHHS 21 CFR, rozdziat 1
podrozdziat J dla klasy | (1) urzagdzenia laserowe, a w pozostatych krajach zostato sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy |
spetniajgcy wymagania normy IEC 60825-1:2007.

Urzadzenia laserowe klasy | nie sg uwazane za niebezpieczne. System i urzadzenia laserowe sg zaprojektowane w taki sposab,
aby cztowiek nie miat nigdy dostepu do promieniowania laserowego powyzej klasy | podczas normalnej pracy, konserwacji lub
okre$lonych warunkdw serwisowych.

Znajdowanie kodu znacznika serwisowego

System pamieci masowej jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag i kodem ustug ekspresowych.

Kod Service Tag i kod ustug ekspresowych mozna znalez¢ z przodu komputera, wyciggajac etykiete informacyjna. Informacje
mogg takze znajdowaé sie na naklejce z tytu obudowa systemu przechowywania danych. Firma Dell wykorzystuje te informacje do
kierowania zgtoszen serwisowych do odpowiednich pracownikdw.



UWAGA: Kod szybkiego lokalizatora zasobu (QRL) na etykiecie informacyjnej systemu jest unikalny. Zeskanuj kod QRL,
aby uzyska¢ natychmiastowy dostep do informacji o systemie przy uzyciu smartfonu lub tabletu.

Inne przydatne informacje

Do zainstalowania System pamigci masowej mogg by¢ przydatne nastepujgce informacje dodatkowe.

UWAGA: Zobacz informacje dotyczace bezpieczenstwa i przepiséw prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z
podzespotami Storage Center. Informacje dotyczace gwarancji s dotgczone jako oddzielny dokument.

« W Podreczniku administratora menedzera systemuDell Storage Center opisano sposéb korzystania z Narzedzie Menedzer
systemu rozwigzania Storage Center do zarzadzania Storage Center.

+ W podreczniku opisano, Dell Enterprise Manager — Podrecznik administratora jak uzywac¢ instrukcji Dell Enterprise Manager
do zarzadzania wieloma systemami Storage Center.

Instalacja i konfiguracja

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnié sie, ze lokalizacja, w ktérej planowana jest instalacja System pamieci masowej ma
standardowe zasilanie z niezaleznego zrodta lub jednostke dystrybucji zasilania z zasilaczem UPS w stelazu.

Ponadto, sprawdz, czy w szafie jest miejsce na zainstalowanie System pamigci masowe;.

Rozpakowywanie Storage Center

Rozpakuj System pamieci masowej i zidentyfikuj poszczegolne elementy przesytki.

Rysunek 1. Elementy System pamigci masowej SC9000
+  Dokumentacja

«  System pamieci masowej

«  Szyny szafy typu rack

+  Ostona przednia

«  Kabel zasilajgcy i sieciowy (nie pokazane)

Instalacja System pamigci masowej SC9000 w stelazu

Zainstaluj System pamieci masowej i inne elementy Storage Center w stelazu.



UWAGA: Zamontuj System pamieci masowej w sposob, ktory pozwala na rozbudowe w szafie typu Rack i zapobiega przed
przecigzeniem szafy od gory.
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Rysunek 2. Instalacja systemu pamieci masowej w stelazu

Instalowanie ostony przedniej
Zainstaluj ostone z przodu System pamigci masowe;.

1. Prawa krawedz ostony zaczep za System pamigci masowe;.
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Rysunek 3. Pokrywa przednia

2. Lewa krawedz ostony wtéz w gniazdo zabezpieczajace tak, aby zatrzask zwalniajacy wskoczyt na miejsce.
3. Zamknij ostone na zamek.

Podtaczanie kabli zasilania
Podigcz kable zasilania do System pamigci masowej.

1. Przed przystapieniem do podtaczania kabli zasilania upewnij si¢, ze wigczniki zasilania znajdujace sie na System pamieci
masowej sg w pofozeniu OFF (Wyt.).

2. Podtacz kable zasilania do zasilaczy w ramie montazowej System pamieci masowej.



Rysunek 4. Kable zasilajace

3. Zamocuj kazdy kabel zasilania do ramy montazowej System pamigci masowej za pomoca fgcznikdw odcigzajacych.

Podtacz drugg koricowke kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego zrodta zasilania, np. do zasilania
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

Informacja NOM (tylko Meksyk)

Informacje przedstawione ponizej dotyczg urzadzenia opisanego w niniejszym dokumencie i sg zgodne z wymogami
standardowych norm obowigzujgcych w Meksyku (NOM):

Importer: Dell Inc. de Mexico, S.A. de C. V paseo de La reforma 2620-11 ° Piso Col. lomas Atlas 11950
Meksyk, D.F.

Numer modelu: E31S

Napiecie zasilania: prad przemienny 100-240 V

Czestotliwosc: 50/60 Hz

Pobor pradu: 12A-65A

Dane techniczne

Procesor

Typ procesora Dwa procesory Intel Xeon z rodziny E5-2600 v3

Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (PSU) przypadajacy na kazdy

zasilacz
Moc 1100 W
Emisja ciepta Maks. 4100 BTU/godz. (1100 W PSU)

UWAGA: Emisja ciepta jest obliczana na podstawie
mocy znamionowej zasilacza.



Zasilanie

Napiecie

100 - 240 V AC, automatyczne dopasowywanie zakresu,
50/60 Hz

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali

Gniazda rozszerzen z zastosowaniem kart rozszerzen:

Wspornik 1

Wspornik 2

Wspornik 3

PCI Express 3. generacjji

Gniazdo 1) potowa wysokosci, ztgcze niskoprofilowe, x8
Gniazdo 2) potowa wysokosci, ztgcze niskoprofilowe, x8

Gniazdo 3) potowa wysokosci, ztgcze niskoprofilowe, x8

Gniazdo 5) petna wysoko$¢, ztacze x8 petnej dtugosci

(
(
(
(Gniazdo 4) petna wysokos¢, ztacze x16 petnej dtugosci
(
(Gniazdo 6) petna wysoko$¢, ztacze x8 petnej dtugosci
(

Gniazdo 7) petna wysokos¢, ztacze x8 petnej dtugosci

Pamigé

Architektura

Minimalna pojemno$¢ pamieci RAM

Maksymalna pojemno$¢ pamieci RAM

Zarejestrowana pamie¢ 2133 MT/s DDR4, kosci DIMM o
obnizonej wartosci obcigzenia kodem korekcji btedu (ECC).

128 GB z jednym procesorem

256 GB z dwoma procesorami

Zlacza

Tyt
Kontroler NIC Dwa ztacza 1 Gb/s i dwa zlgcza 10 Gb/s
Szeregowe 9-stykowe ztgcze DTE zgodne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, zgodne z USB 3.0
Grafika 15-stykowe zigcze VGA

Przod
USB Jedno 4-stykowe, zgodne z USB 2.0

Port zarzadzania USB/iIDRAC Direct

Grafika 15-stykowe ztgcze VGA

Zewnetrzna karta SD vFlash

Wewnetrzny
USB

Jedno gniazdo na karty pamieci typu flash z kartg iDRAC8
Enterprise

Jeden 4-stykowy port zgodny z USB 3.0



Wymiary i masa

Wysokosé 8,73 cm (3,44")
Szerokos¢ 48,2 cm (18,98")
Dtugosé 75,58 cm (29,75")
Waga przy maksymalnej 19,9 kg (44 Ib)
konfiguracji

Srodowisko pracy

W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczegdlinych konfiguracji System
pamigci masowejnalezy odwiedzi¢ strong internetowg dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Podczas przechowywania Od -40 do 65°C (od -40 do 149°F)

Praca ciggta (wysokos¢ n.p.m.  Od 10 do 35°C poza bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych.
ponizej 950 m lub 3117 stdp)

Swieze powietrze Wiecej informacji na temat $wiezego powietrza mozna znalez¢ w sekcji: Zwigkszona
temperatura robocza.

Maksymalny gradient 20°C/h (36°F/h)
temperatury (podczas pracy
i przechowywania)

Wilgotnos$¢ wzgledna

Podczas przechowywania 0Od 5 do 95% przy maksymalnym punkcie rosy wynoszacym 33°C (91°F). W atmosferze
zapewniajgcej ciggly brak kondensaciji.

Podczas pracy 0d 10 do 80% przy maksymalnym punkcie rosy wynoszacym 29°C (84,2°F).
Maksymalne natezenie wibracji

Podczas pracy 0,26 Gyys przy 5-350 Hz (we wszystkich kierunkach dziatania)

Podczas przechowywania 1,88 Gyms przy 10-500 Hz przez 15 minut (przetestowano wszystkie 6 stron systemu).
Maksymalny wstrzas

Podczas pracy Szes$¢ kolejnych impulséw wstrzgsowych na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z o sile 40 G
przez maksymalnie 2,3 ms.

Podczas przechowywania Szes$¢ kolejnych impulséw wstrzgsowych na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden impuls
po kazdej stronie systemu) o sile 71 G przez maksymalnie 2 ms.

Maksymalna wysokos$¢ n.p.m.

Podczas pracy 3048 m (10 000 stop)
Podczas przechowywania 12 000 m (39 370 stdp)
Obnizanie zakresu temperatury roboczej

Do 35°C (95°F) Maksymalna temperatura jest obnizana o 1°C co 300 m (1°F/547 stdp) powyzej 950 m (3 117
stép).


http://www.dell.com/environmental_datasheets

Srodowisko pracy

35°C do 40°C (95°F do 104°F) Maksymalna temperatura jest obnizana o 1°C co 175 m (1°F/319 stop) powyzej 950 m (3 117

stop).
40°C do 45°C (104°F do Maksymalna temperatura jest obnizana o 1°C co 125 m (1°F/228 stdp) powyzej 950 m (3 117
113°F) stop).

Zanieczyszczenie czastkami statymi

% UWAGA: W tym rozdziale podano wartosci graniczne, ktére pomagajg zapobiegaé uszkodzeniom i/lub awariom urzgdzen
IT spowodowanym zanieczyszczeniami czasteczkami i gazami. W przypadku stwierdzenia przekroczenia okreslonych
ponizej progéw skazenia czgsteczkami lub gazami oraz identyfikacji ich jako przyczyny uszkodzen lub awarii urzagdzenia
moze by¢ wymagane poprawienie warunkéw pracy powodujacych owe uszkodzenia lub awarie. Poprawa warunkdw pracy
jest obowigzkiem klienta.

Filtracja powietrza Wymagania dotyczace filtracji powietrza w centrach przetwarzania danych sg zdefiniowane jako
klasa ISO 8 zgodnie z normg ISO 14644-1 w przedziale ufno$ci wynoszacym 95%.

UWAGA: Dotyczy wylgcznie centréw przetwarzania danych. Wymagania dotyczace
filtracji powierza nie dotyczg sprzetu informatycznego przeznaczonego do uzytkowania
poza centrami przetwarzania danych w $rodowiskach takich jak biura lub zaktady
produkcyjne.

Pyt przewodzacy Powietrze musi by¢ wolne do pytéw przewodzgcych prad, opitkéw cynku lub innych czgstek
przewodzacych.

% UWAGA: Dotyczy $rodowisk centréw przetwarzania danych oraz innych.

Pyt zracy +  Powietrze musi by¢ wolne od pytoéw zracych.
+ Pyt szczatkowy obecny w powietrzu musi mie¢ punkt absorpcji nizszy niz 60% wilgotnos¢
wzgledna.

% UWAGA: Dotyczy $rodowisk centréw przetwarzania danych oraz innych.

Zanieczyszczenie gazowe
% UWAGA: Maks. poziomy zanieczyszczen zracych zmierzone przy wilgotno$ci wzglednej <50%.

Tempo korozji miedzi <300 A/miesigc zgodnie z poziomem klasy G1 wg definicji normy ANSI/ISA71.04-1985.
Tempo korozji srebra <200 A/miesigc wg AHSRAE TC9.9.

Zwigkszona temperatura robocza

% UWAGA: Podczas pracy przy zwiekszonej temperaturze roboczej wydajno$¢ systemu moze zosta¢ obnizona.

UWAGA: Podczas pracy przy zwiekszonej temperaturze roboczej ostrzezenia dotyczace temperatury otoczenia mogg sie
pojawia¢ na wyswietlaczu LCD oraz w dzienniku zdarzen systemowych.

Praca ciagta Od 5 do 40°C przy wilgotnosci 5-85% RH i punkcie rosy
wynoszacym 29°C.



Zwigkszona temperatura robocza

< 1% rocznych godzin pracy

10

Ograniczenia dotyczace zwiekszonej temperatury roboczej

UWAGA: Poza standardowymi temperaturami pracy
(10-35°C) system moze pracowac nieprzerwanie w
przedziale od 5 do 40°C.

Przy temperaturze 35-40°C maksymalne dopuszczalne
obnizenie temperatury wynosi 1°C na 175 m powyzej 950 m
(1°F na 319 stop).

0Od -5°C do 45°C przy wilgotnosci 5-90% RH i punkcie rosy
wynoszacym 29°C.

UWAGA: Poza standardowymi temperaturami pracy
(10-35°C) system moze pracowac w zakresie temperatur
od -5 do 45°C przez maksymalnie 1% rocznych godzin
pracy.

Przy temperaturze 40-45°C maksymalne dopuszczalne

obnizenie temperatury wynosi 1°C na 125 m powyzej 950 m
(1°F na 228 stop).

+ Nie nalezy wykonywac zimnego uruchomienia przy
temperaturze ponizej 5°C.

+  Temperatura robocza jest okreslana do maksymalnej
wysokosci 3050 m (10 000 stdp).

+  Wymagane sg zasilacze nadmiarowe.

«  Karty urzadzen peryferyjnych niezakwalifikowane przez
firme Dell nie sg obstugiwane.

+  Karty urzadzen peryferyjnych o mocy przekraczajacej
25 W nie sg obstugiwane.
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